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Domenii CDI  dezvoltate, raportat la prioritatile nationale si internationale; 

 
Centrul de ElectronicŁ TehnologicŁ ĸi Tehnici de Interconectare (UPB-CETTI) este o organizaŞie 
profesionalŁ creatŁ ´n scopul promovŁrii cercetŁrii ĸtiinŞifice universitare ĸi a instruirii ´n domeniul 
tehnicii ĸi tehnologiei structurilor de interconectare din cadrul modulelor electronice, precum ĸi a 
stimulŁrii ĸi susŞinerii efortului de inovare ĸi de absorbŞie a inovŁrii ´n economie ĸi societate. 
 
UPB-CETTI este un pol ĸtiinŞific de formare a cadrelor inginereĸti ´n scopul implicŁrii lor ´n efortul de 
retehnologizare, precum ĸi a susŞinerii cercetŁrii, inovŁrii ĸi transferului tehnologic ´n domeniul 
packagingului electronic. 
 
UPB-CETTI este un centru de pregŁtire continuŁ, master ĸi doctorat cu dotare materialŁ (Anexa 1) ĸi 
umanŁ performantŁ care asigurŁ dezvoltarea de programe ĸtiinŞifice de cercetare (Anexa 2), ´n care 
specialiĸtii participŁ sau sunt instruiŞi pentru cercetarea, simularea, proiectarea, realizarea ĸi utilizarea 
modulelor electronice specializate; activitŁŞile de cercetare derulate în centru contribuie substanŞial la 
susŞinerea desfŁĸurŁrii ´n bune condiŞii a procesului de ´nvŁŞŁm©nt din UPB. 
 

Ċn vederea atingerii obiectivelor menŞionate UPB-CETTI desfŁĸoarŁ activitŁŞi de cercetare, proiectare, 
instruire  ĸi consiliere ´n urmŁtoarele direcŞii: 

Á Modelarea ĸi simularea electromagneticŁ performantŁ a structurilor de interconectare 
complexe din cadrul sistemelor ĸi microsistemelor electronice; 

Á Analiza discontinuitŁŞilor din cadrul structurilor de interconectare ĸi a elementelor 
constructive; 

Á Evaluarea structurilor cu impedanŞŁ controlatŁ destinate modulelor de mare performanŞŁ; 
Á Analiza integritŁŞii semnalelor din cadrul structurilor de interconectare complexe cu facilitŁŞi 
de osciloscopie virtualŁ pentru sisteme ĸi microsisteme digitale; 

Á Managementul termic ĸi de fiabilitate a sistemelor ĸi microsistemelor electronice, at©t la 
nivel de modul PWB/PCB, c©t ĸi la nivel de componentŁ; 

Á Proiectarea asistatŁ de calculator a modulelor electronice PWB/MCM ĸi generarea de 
fiĸiere pentru transferul spre programe de proiectare mecanicŁ, management termic ĸi de 
fabricaŞie; 

Á Realizarea de prototipuri, inclusiv prin intermediul tehnologiei de montare pe suprafaŞŁ a 
componentelor electronice (SMT), activitŁŞi de tip Ărepair & reworkò pentru sisteme ĸi 
microsisteme echipate cu componente de tip SOIC, QFP, LCC, TSOP etc; 

Á Contactarea componentelor electronice la structurile de interconectare, subiect devenit 
extrem de actual ca urmare a directivei europene RoHS privind contactarea componentelor 
fara aliaje cu conŞinut de plumb (Lead free soldering). Noile aliaje utilizate, cu 
preponderenŞŁ aliaje de tip SAC (Staniu, Argint, Cupru) impun în cadrul procesului de 
contactare,  creĸterea temperaturii procesului de retopire (reflow) cu cca 30-40 de grade 
Celsius. 

Á Dezvoltarea de aliaje noi destinate noilor cerinŞe impuse de UE prin directiva RoHS. 
Á Asimilarea de tehnologii specifice contactŁrii în vapori (Vapor Phase Soldering), tehnologii 
ce limiteazŁ solicitarea componentelor pe durata procesului de contactare. 

Á Structuri electronice pe bazŁ de polimeri cu propietŁŞi adecvate, domeniu circumscris 
tematicii Polytronics (Polymer Electronics). In cadrul acestora o atenŞie mare este acordatŁ 
domeniului OLAE (Organic Large Area Electronics). Cu predilecŞie este abordatŁ zona de 
flexible electronics concentratŁ pe structuri electronice din categoria OTFT (Organic Thin 
Film Transistor) - tematicŁ a proiectului FP7 început in ianuarie 2010, proiect la a cŁrui 
consorŞiu participŁ CETTI, acesta fiind responsabil direct pentru Task Force System 
Integration. 



Á Integrarea cercetŁrii ĸi proiectŁrii interdisciplinare a sistemelor ĸi microsistemelor 
electronice în cadrul mediului CAE-CAD-CAM din domeniul electronicii, dezvoltat la 
Universitatea ñPolitehnicaò din Bucureĸti; 

Á Tehnici de proiectare ĸi tehnologii de realizare a modulelor multi-chip (MCM); 
Á Generarea de circuite imprimate destinate aplicaŞiilor analogice ĸi digitale cu restricŞii de 
compatibilitate electromagneticŁ, de densitate, de echipare ĸi de geometrie a plŁcii 
modulului electronic; 

Á Sprijinirea IMM inovative din zonele/ sectoarele cu potenŞial de creĸtere economicŁ ĸi care 
sunt interesate de introducerea ´n circuitul economic a rezultatelor cercetŁrii, transformate 
´n produse electronice noi sau ´mbunŁtŁŞite; 

Á Facilitarea iniŞierii ĸi dezvoltŁrii de noi ´ntreprinderi inovative bazate pe tehnologie 
avansatŁ. 

Á Asigurarea calitŁŞii ´n domeniul realizŁrii modulelor electronice; 
Á Realizarea documentaŞiei tehnice necesarŁ fabricaŞiei modulelor electronice, proiectate ´n 

centru, pentru fazele Ăprototipò, ñserie zeroò ĸi Ăserieò; 
Á Stimularea ĸi susŞinerea efortului de inovare ĸi de absorbŞie a inovŁrii ´n economie ĸi 

societate. 
 
MenŞiune 
  
Rezultatele eforturilor depuse de CETTI de la ´nfiinŞare (1995) se pot observa at©t ´n planul didactic 
formativ, educativ prin generalizarea activitŁŞilor de CAD, privind conceperea structurilor de 
interconectare, la nivelul ´ntregului mediu academic naŞional implicat în formarea resursei umane 
din profilul electronic precum ĸi prin alcŁtuirea de facto a reŞelei universitare EPETRUN - Electronic 
Packaging Education Training and Research University Network, c©t ĸi ´n planul cercetŁrii prin crearea 
unei platforme de diseminare specifice domeniului sub forma conferinŞei internaŞionale SIITME 
(Simpozion InternaŞional de InformaticŁ ĸi Tehnologie privind realizarea Modulelor Electronice).  
 
Ċn privinŞa activitŁŞilor didactice(educaŞie ĸi training) a fost conceput evenimentul Tehnici de 
Interconectare in ElectronicŁ-TIE (www.tie.ro), eveniment la scarŁ naŞionalŁ cu deschidere cŁtre 
internaŞional (limba oficialŁ a evenimentului TIE este limba englezŁ). TIE reprezintŁ un foarte bun 
prilej de certificare a competenŞelor dob©ndite de studenŞii participanŞi, aceĸtia reprezent©nd practic 
întregul mediu academic naŞional unde se pregŁtesc inginerii de electronicŁ. Prin etapa finalŁ a 
evenimentului, etapŁ ce are loc ´n fiecare an ´ntr-o locaŞie diferitŁ din ŞarŁ, sunt practic certificate 
competenŞele, aptitudinile, de conceperea structurilor de interconectare pe care le au studenŞii 
participanŞi. Criteriile de verificare sunt stabilite de Comitetul Industrial de ConsultanŞŁ (Industrial 
Advisor Committee), comitet din care fac parte exclusiv reprezentanŞi din industria de electronicŁ din 
ŞarŁ( Siemens, Continental Automotive, National Instruments, Sytron Technologies Overseas, 
Elinktron Technology s.a.).  Incep©nd cu ediŞia a XVIII ïa a evenimentului, acesta a depŁĸit graniŞele 
tŁrii la el particip©nd ĸi studenŞi de la Universitatea TehnicŁ ĸi EconomicŁ din Budapesta. În acest fel, 
la actuala ediŞie TIE (a XIX-a), ediŞie ce se va desfŁĸura la Cluj-Napoca între 14-17 aprilie 2010, 
participŁ un numŁr de 14 universitŁŞi. Structura universitŁŞilor participante la ediŞia din anul trecut 
poate fi constatatŁ urmŁrind posterul evenimentului (fig. 1). Cifrele plasate sub numele unor localitŁŞi 
reprezintŁ anul unde se va desfŁĸura evenimentul (decizia Comitetului Director EPETRUN). 

http://www.tie.ro/


 
 

Fig 1. Postrul evenimenului TIE de la editŞia aXVIII-a GalaŞi 2009 

 

De altfel, ca o recunoaĸtere la nivel internaŞional a implicŁrii centrului UPB-CETTI ´n activitŁŞile CAD 
specifice domeniului structurilor de interconectare (PCB) acesta a fost invitat ĸi ulterior nominalizat de 
cŁtre una din cele mai importante companii ce dezvoltŁ programe CAD pentru electronicŁ, compania 
CADENCE, drept Leading Institution ´n cadrul reŞelei academice creatŁ de CADENCE - Cadence 
Academic Network. In aceastŁ poziŞie de Leading Institutions structurŁ din care fac parte universitŁŞi 
prestigioase din Europa precum ar fi : University of Heidelberg Germany, University of Bristol, Great 
Britain, University of Freiburg Germany,  KTH Royal Institute of Technology Sweden, s.a. 
Universitatea Politehnica din Bucureĸti, Rom©nia prin CETTI este responsabila pentru domeniul PCB 
co-design Methodology (fig.2). 



 
 

Fig 2. Pagina web  Academic Network- Cadence EMEA-  Cadence EMEA is responsable for Europe, Middle East and Africa 

 

In privinŞa SIITME, platformŁ creatŁ pentru sprijinirea diseminŁrii rezultatelor ĸtiinŞifice ĸi tehnice 
obŞinute în domeniul packagingului electronic, acesta printr-o foarte bunŁ colaborare ´n cadrul IEEE 
CPMT Hu&Ro Joint Chapter, a devenit în regiune un eveniment de primŁ mŁrime, lucrŁrile prezentate 
în cadrul simpozionului fiind incluse în baza de date al IEEE Xplore, bazŁ de date ce este sub 
incidenŞa manifestŁrilor indexate ISI.  

 
 



 
 

Fig 3. Pagina web IEEEXplore ce indica prezenŞa  manifestŁrii SIITME ĊN baza ei de date. 

 
UPB ïCETTI desfŁĸoarŁ activitŁŞi de cooperare internaŞionalŁ ´n domeniul modulelor electronice, se 
asociazŁ ĸi colaboreazŁ cu agenŞi economici precum ĸi cu alte unitŁŞi de cercetare ĸtiinŞificŁ pentru 
proiectarea ĸi realizarea modulelor electronice. 
 
Activitatea centrului este concentratŁ asupra problematicii packagingului electronic, ce se întreprinde 
ĸi cum se ´ntreprinde pentru a transforma o schemŁ electricŁ ´ntr-un produs. În acest context se 
urmŁresc at©t aspecte ce Şin de cercetarea, dezvoltarea ĸi fabricarea de module electronice precum ĸi 
de cercetŁri destinate obŞinerii unor materiale specifice domeniului. Parteneriatul privind modulele 
electronice este desfŁĸurat cu Institutul de cercetŁri pentru HidraulicŁ ĸi PneumaticŁ INOE 2000-IHP, 
cu care existŁ o lungŁ perioadŁ de colaborare ´n domeniu. Colaborarea a vizat inclusiv activitŁŞi de 
diseminare, cele douŁ colective fiind co-organizatoare a unor manifestŁri ĸtiinŞifice internaŞionale 
recunoscute (ISSEô01 - International Spring Seminar on Electronics Technology CŁlimŁneĸti ï
CŁciulata, Rom©nia, MTMô01 ï Microelectronics Technologies and Microsystems Piteĸti, Rom©nia, 
SIITMEô01 International Symposium for Design and Technology of Electronic Modules, Bucureĸti) 
precum ĸi HERVEX CŁlimŁneĸti ïCŁciulata, Rom©nia 2001-2009. 
 
Ċn privinŞa cercetŁrilor de material, parteneriatul este promovat constant cu colective de cercetare din 
universitatea noastrŁ, impreunŁ particip©nd la proiecte internaŞionale. Un foarte bun exemplu este 
proiectul HISOLD (Advance Solder Materials for High Temperature Applications), din cadrul 
programului European COST. În acest context CETTI a organizat la Sibiu un workshop dedicate 
analiza propietŁŞilor contactŁrilor componentelor (Solder Joint Properties Assessment), la care au 
participat un mare numŁr de specialiĸti din ŞarŁ ĸi Uniunea EuropeanŁ (Fig 4).  ParticipanŞii prezenŞi la 
Sibiu erau at©t din zona de cercetare academicŁ c©t ĸi din zona industrialŁ. Simpla consultare a listei 
celor prezenŞi la workshop, poate reliefa interesul mare pe care iniŞiativa CETTI, privitoare la analiza 
contactŁrii componentelor electronice, l-a st©rnit ´n cadrul consorŞiului proiectului HISOLD.   
 
Este util de mentionat faptul cŁ CETTI a fost in perioada ultimilor 5 ani organizatorul ï co-organizatorul 
unui mare numŁr de workshopuri, nationale ĸi internaŞionale.  
Nr 
crt 

Denumire manifestare Data 
Locul de 

desfŁĸurare 

1.  
Workshop-ul: ñIntroducerea tehnologiilor fŁrŁ plumb ĸi 
eliminarea substanŞelor interzise din industria electronicŁ 
rom©neascŁò 

13 aprilie 2006 Bucuresti 

2.  
 Workshop-ul: "EducaŞia ´n domeniul IT&C ´n 
contextul integrŁrii europene"  

12 aprilie 2007  Suceava  

3.  
Workshop-ul: ñTrasabilitatea ´n Packagingul Electronic - 
SoluŞii actuale ´n concepŞia modulelor electroniceò 

10 Aprilie 2008 Pitesti 

4.  
Workshop-ul: ĂREŝEA ķTIINŝIFICŀ ķI PLATFORMŀ 
TEHNOLOGICŀ ECOLOGICŀ PENTRU 
PACKAGINGUL ELECTRONICò  

25-27.07.2008 Sinaia 

5.  
Workshop ñE-Training Microsystems Technologiesò 
(MSYSTECH) 

02-04 Februarie 2009 Predeal 



6.  Workshop "Fii Intreprinzator"  26-28 Februarie 2009 Piteĸti 

7.  
Workshop ñELECT2EAT ï E-Learning Education and 
Continuing Training to Electronics Assembling 
Technologyò 

26-28 Martie 2009 Ilieni, Braĸov 

8.  
Workshop ĂPRESENT CHALLENGES OF THE 
ELECTRONICS INDUSTRYò 

09 Aprilie 2009 GalaŞi 

9.  
Advance Solder Materials for High Temperature 
Applications: Solder Joint Properties Assessment, 
Proiect COST MP 0602 

27-28 Septembrie 2009 Sibiu 

10.  Seminar stiintific si tehnic OrCAD/Allegro 25 noiembrie 2009 Bucuresti 

 

  
 

Fig 4. Coperta Proceedingsului lucrŁrilor workshopului HISOLD-RO 2009 
 

Un parteneriat constant stabilit de mai mulŞi ani este cel ce vizeazŁ promovarea industriei electronice 
din Rom©nia, parteneriat pe care centrul nostru ´l are cu ARIES (AsociaŞia Rom©nŁ pentru Industria 
ElectronicŁ ĸi Software), asociaŞie ce reuneĸte peste 300 de companii. ActivitŁŞile desfŁĸurate ´n 
comun sunt orientate at©t spre a asigura o mai bunŁ vizibilitate a preocupŁrilor centrului nostru ´n 
rândul membrilor ARIES (workshop-uri, organizare de expoziŞii, Binary etc.) c©t ĸi printr-o prezenŞŁ 
activŁ a UPB-CETTI la activitŁŞile Grupului de lucru pentru Industria ElectronicŁ ï GLIE. Ċn acelaĸi 
timp ARIES a sprijinit iniŞiativa centrului de formare a resursei umane destinatŁ inovŁrii de produse 
sponsorizând concursul profesional studenŞesc TIE. 



C©t privesc parteneriatele ´n cadrul unor proiecte sau iniŞierii de proiecte comune pot fi menŞionate 
institutele: ITA ï Institutul de Tehnologii Avansate, Institutul de cercetŁri Apicole, companiile ELCOMP 
SA, ANTRICE srl, ROND ELECTRIC SA, INTRAROM SA, Simea Sibiu, Continental Automotive,  
Centrul de Microscopie - MicroanalizŁ ĸi Procesarea InformaŞiei din cadrul FacultŁŞii de ElectronicŁ ĸi 
Tc., Catedra de FizicŁ, ´n reciprocitate cu serviciile ĸi echipamentele oferite de UPB-CETTI pentru 
colaborare, pune la dispoziŞia centrului nostru echipamente de microscopie confocalŁ, microscopie cu 
forŞe atomice  ĸi laseri de putere ´n impulsuri. 
 
Dotari semnificative, cu imagini si caracterstici tehnice, regimul de access, modul in care 
contribuie la dezvoltare de lucrari CDI aplicative sau fundamentale; 
 
ü Lista echipamentelor performante achizitionate in ultimii 10 ani 

 

¶ ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 

Nr. crt Denumire echipament 
An 

achizitie 
Sursa 

finantare 

1 Etuva cu temperatura controlata CALORIS 250 1999 CNCSIS 

2 Linie manuala de montaj Pick Place tip SMFL - 3000 1999 CNCSIS 

3 Statie reconditionat si reparat tip SMT Repair-Rework 1999 CNCSIS 

4 Balanta tehnica 2000 CNCSIS 

5 Sistem de achizitii date termice THERMES16 2001 CNCSIS 

6 Cuptor tip Batch SMRO ï0170 2001 CNFIS 

7 Cuptor  retopire SMRO-0252, este destinat în special 
lipirii componentelor SMD dar poate fi util ĸi ca aparat 
de cercetare având posibilitatea controlului profilului de 
temperaturŁ.  

2001 CNCSIS 

8 Echipament inspectie optica 2001 CNCSIS 

9 Compresor FIAC APOLLO 100l ï 2CP 2001 CNCSIS 

10 Masina flexibila si precisa pentru plantarea 
componentelor el. tip SAMSUNG CP20CV 

2002 CNFIS 

11 Masina de depunere paste/fluide ASYMTEK cu pompa 
DV 6000 

2002 MEC 

12 Echipament imprimare pe baza de sablon 2002 CNCSIS 

13 Echipament pentru realizarea gaurilor de trecere 2002 CNCSIS 

14 Plotter pentru circuite imprimate PROTOMAT M60 2002 CNCSIS 

15 Echipament de lipit cu IR PDRX 410 2004 INFRATECH 

16 Camera climatica ĂBENCH-TOPò pentru testare la 
temperaturŁ ĸi umiditate SH-241 (30%) 

2004 INFRATECH 

17 Masina flexibila ï CP20CV (completare inventar) 2004 MEC 

18 Camera climatica ĂBENCH-TOPò pentru testare la 
temperaturŁ ĸi umiditate SH-241 (70%) 

2005 INFRATECH 

19 Compresor de aer stationar elicoidal 200l tip GX2FF - 
10 

2005 MEC 

20 Microscop digital portabil 2007 MEC 

21 Statie de lipit si deslipit tip WMD - 3 2008 MEC 

 

¶ APARATURA DE MASURA 
Nr. 
crt 

Denumire echipament 
An 

achizitie 
Sursa finantare 

1 Impedantmetru, analizor vectorial de retea si analizor 
spectru HP4396B 

2001 
CNCSIS 
BCUM 

2 Interfata GPIB si accesorii pentru impedantmetru HP4396B  2001 RELANSIN 

3 Miliohmetru digital tip HAMEG modul HM 8014 2001 CNCSIS 

4 Sursa de alimentare 2 module tip HAMEG HM 8001 - 2 2001 MEC 

5 Osciloscop digital 2 canale TDS 3052B 2003 RELANSIN 

6 Osciloscop analogic 2x35 MHz TOHM 303 2003 MEC 

7 L-C Metru digital HM 8018 2003 MEC 

8 Punte RLC de laborator TOFLC 3131D 2003 MEC 

9 Osciloscop HM 1507 - 3 2004 MEC 

10 Sursa tripla HM 7042 - 5 2004 MEC 




